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摘 要

本研究針對平版印刷用1050中鋁鋁底材進行電解粗化製程，藉由蝕孔形貌與微結構觀察以及表面性質 分析，來瞭解粗化時

蝕孔衍生成長機構與與腐蝕膜的生成機制。以交流電源進行電解粗化主要探討的變 因包括頻率、波形、正負半週期電量與

電流密度峰值等。粗化後鋁板其中一個試片浸漬於鉻酸、磷酸混 合液中去除腐蝕膜，藉由量測表面粗糙度、鋁溶蝕量、蝕

孔衍生數目與靜電容量進行表面性質分析，並 利用SEM觀察蝕孔形貌，另一個試片直接以SEM觀察蝕孔形貌以及橫截

面TEM解析蝕孔形貌與腐蝕膜組織 結構，並以EDS半定量分析腐蝕膜之組成。 實驗結果顯示，在低頻(1HZ)時，所得蝕孔

較粗大，50HZ左右為均勻粗化且蝕孔細小，當高頻(≧250 HZ)時則轉變成條狀蝕孔且粗化不均勻，又頻率增加腐蝕膜的層

狀結構層與層之間厚度遞減，腐蝕膜重 量與鋁溶蝕量也隨頻率增加而減少。採用正弦波和方形波時，頻率的影響結果大致

相同，然而正弦波生 成腐蝕膜結構為層狀結構，而方形波所形成的腐蝕膜除層狀腐蝕膜外，尚具有覆蓋形式之沈積膜。 

發現在硝酸液中，探討正負半週期電量的影響，隨正半週期電量增加，蝕孔由細小蝕孔轉變為粗大蝕 孔，粗化也由均勻粗

化轉變成不均勻的粗化的表面，腐蝕膜的厚度也隨正半週期電量增加而遞減，鋁溶 蝕量則隨電量增加而增加;負半週期電

量增加時，蝕孔變為得更細小，腐蝕膜則呈現單層厚實的沈積， 鋁溶蝕量則隨負半週期電量增加而減少。又在鹽酸液中粗

化時，當正半週期電量增加時，鋁溶蝕量遞增 ，蝕孔形貌從粗化轉成電蝕，最後出現粗大的方形蝕孔，且粗化不均勻，正

半週期電量於TA/TC=10後， 蝕孔底部呈現半圓形蝕孔形貌，蝕孔孔壁沈積一層較薄的腐蝕膜;負半週期電量增加時，粗

化現象則由均 勻分佈的蝕孔轉變成不均勻的粗化，腐蝕膜則是許多孔洞區隔的多層結構，鋁溶蝕量因腐蝕膜的大量沈 積

而遞減。 最後，在硝酸中探討正負半週期電流密度峰值比值的影響，當負半週期電流密度峰值遞減時，鋁板表 面會由粗

化轉變成均勻溶蝕，腐蝕膜會轉變成單層的腐蝕膜結構且易從蝕孔表面剝離，但在未受到侵蝕 的平坦表面，仍有一層很薄

且與鋁底材緊密接合的氧化膜; 當正半週期電流密度峰值遞減時，蝕孔仍為 半圓形所構成，但因正半週期電量減少使蝕孔

的數目逐漸減少，同時沈積了厚實的層狀結構腐蝕膜。
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